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TABLE 1
COMMON DIMENSIONS

[e] = 100 [e] = 127 [e] = 150
DIMENSION NOTES
MINIMUM | NOMINAL | MAXIMUM | MINIMUM | NOMINAL | MAXIMUM | MINIMUM | NOMINAL | MAXIMUM
A ————|————| 340 | === | === | 340 |--——|-———| 340 | 6
A2 030 |-——-| 1.80 | 0.30 |----| 1.80 | 0.30 |-—--| 1.80
A4 010 |-——-|----| 010 |--——|---=| 010 |-—-=|---=] 19
Q 025 |----|----] 025 |-——-|-—--| 025 |-—---|--——]| 16
aaa |----|----| 020 |----|----| 0,20 |-—--|----| 0.20
bbb |--——|--—-|025 |----|--——| 0.25 |-———|——--| 0.25
ccc  |--——|-——-|035 |--——|--——] 0.35 |-———|-—--| 035 | 13
eee |--—-|----| 030 |----|----] 030 | -——-|----| 0.30
FFF |--—=|-——=] 010 |-=--|-=-=| 015 |-——=|-—-=]| 0.5
NOTES: 1, 2
REF 11-665
ISSUE F

TABLE 2
FOR APPLICATIONS UTILIZING HIGH MELT SOLDER BALLS

[e] = 100 [e] = 127 [e] = 150
DIMENSION NOTES
MININUM | NOMINAL | MAXIMUM | MINIMUM | NOMINAL | MAXIMUM | MINIMUM | NOMINAL | MAXIMUM
Al 0.45 | 0.55 | 0.65 | 0.45 | 0.55 | 0.65 | 0.45 | 0.55 | 0.65
o 0.57 | 0.63 | 0.70 | 0.57 | 0.63 | 0.70 | 0.57 | 0.63 | 0.70
dlolol 0.15 0.15 0.15
NOTES: 1, 2
REF 11,4-488
ISSUE D
TABLE 3

FOR APPLICATIONS UTILIZING LOW MELT SOLDER BALLS

[e] = 100 [e] = 127 [e] = 150
DIMENSION NOTES
MINIMUM | NOMINAL [ MAXIMUM | MINIMUM [ NOMINAL | MAXIMUM | MINIMUM | NOMINAL | MAXIMUM
Al 040 | 050 | 060 | 0S50 | 060 | 070 | 020 | 0.60 | 0,70
b 0501060070 | 0601072090 ]| 0601|0721 090
{[TYPEL| 045 [~ [———1055 [~ |- 055 [——|——] 18
TYPE2| 0.50 [————|-—-—-] 060 |———=|-—---] 060 |-———|-——| 18
ddd 0.20 0.20 0.20
NOTES: 1, 2
REF 11-665
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